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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SURFACE MOUNTING TECHNOLOGY -

Part 1: Standard method for the specification
of surface mounting components (SMDs)

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for s{fandardizatiofi~comprising
all ndtional electrotechnical committees (IEC National Committees). The objegct of |[EC Ns'\t0| promote
interngtional co-operation on all questions concerning standardization in the eleg{h ic|fields. To
this ehd and in addition to other activities, IEC publishes International Standards\Tec ifications,
Technjical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides 3 as “IEC
Publigation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; an nterested
in thgd subject dealt with may participate in this preparatory work and non-
govermmental organizations liaising with the IEC also participate in bs closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in itions detefmined by
agreement between the two organizations.

2) The fg ernational
conse from all
intere

3) IEC R National
Comni nt of IEC
Publig r for any
misinte

4) In ord sittees undertake to apply IEC Pyblications
transp al and regional publications. Any divergence
betwep regional publication shall be clearly indicated in
the laf

5) IEC (rovi i : i approval and cannot be rendered responsiblg for any
equipt X \

6) Allus

7) No liapili employees, servants or agents including individual eXperts and
memb i i € National Committees for any personal injury, property damage or
other ha gever, whether dlrect or indirect, or for costs (including legal fees) and
expen this IEC Publication or any ¢ther IEC
Publig

8) Attent e references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispE

9) Attent subject of
patend ri

Internat|onal 'Standard IEC 61760-1 has been prepared by IEC technical committee 91:|Surface

mountingtechnology-

This second edition cancels and replaces the first edition, published in 1998, and constitutes a
technical revision.

The main changes with regard to the previous edition concern:

— requirements related to leadfree soldering;

— extension of the scope to include also components mounted by gluing;

— direct reference to IEC 60068-2-58 for requirements on solderability and resistance to

sold

ering heat;

— classification into categories based on the component's ability to withstand resistance to

sold

ering heat has been deleted.
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This bilingual version (2014-02) corresponds to the monolingual English version, published in

2006-04.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS

Report on voting

91/577/FDIS

91/588/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

The Frehch version of this standard has not been voted upon.

The committee has decided that the contents of this publication will
maintenjance result date indicated on the IEC web site under "http://

* reconfirmed;
* withdrawn;
* replaced by a revised edition, or

@@

until the
the data
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INTRODUCTION

Specifications for electronic components have in the past been formulated for each component
family. The regulations for environmental tests have been selected from IEC 60068 and other
IEC and ISO publications. The overriding condition for this procedure was that all components,
once installed in a piece of equipment, had to satisfy certain criteria.

The introduction and increasing use of surface mounting components make it necessary to
extend the existing requirements to include those arising from processing during assembly.

Irrespective of the component family involved, all components on one and the same side of a
printed ircuit board are pxpncpd to the same mnunting process (QF\P flow chaxts in Clause 5),

Neverthge nponent
specific ents  for
compon %ps.

In the fiirst step general requirements for component specificati 9 design
related ause 4).
In the sp a group
of asser

In the thi nditions
are give

Mixed technology boards |e boards ntalnln th olgh | require
addition omponents. These may be sdbject to
the sam ’ pr “non-
surface ; ithstand
surface |mounting condi e ificati i present

standardl.

9,
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SURFACE MOUNTING TECHNOLOGY -

Part 1: Standard method for the specification
of surface mounting components (SMDs)

1 Scope and object

1.1 Scope

This Infernational Standard gives a reference set of process condi
conditiopns to be used when compiling component specifications of ¢
are intended for usage in surface mount technology.

1.2 Qbject

The object of this standard is to ensure that a wide varie

subjecte

defines

or detai
with a ré

2 Noi

The foll
dated rd
the refe

IEC 600
IEC 600

IEC 600
integral

IEC 600
in clean
Amendrn

s component uSers and manuf
ure mount technology.

ndated references, the latest e

fed test
nts that

can be
tandard
ectional
acturers

r the application of this document. For

dition of

ons and

mersion

IEC 60

06-2-00, Environmental teSting — Fart Z. 1eSts — IeSt 1d. IeSt methods ror sold

erability,

resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting devices

(SMDs)

IEC 60068-2-77, Environmental testing — Part 2: Tests — Test 77: Body strength and impact shock

IEC 60191-6:2004, Mechanical standardization of semiconductor devices — Part 6: General
rules for the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device
packages

IEC 601

94, Printed board design, manufacture and assembly — Terms and definitions

IEC 60286-3, Packaging of components for automatic handling — Part 3: Packaging of surface

mount ¢

omponents on continuous tapes
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IEC 60286-4, Packaging of components for automatic handling — Part 4: Stick magazines for

electron

IEC 602

ic components encapsulated in packages of form E and G

86-5, Packaging of components for automatic handling — Part 5: Matrix trays

IEC 60286-6, Packaging of components for automatic handling — Part 6: Bulk case packaging
for surface mounting components

IEC 607

49 (all parts), Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods

IEC 61340-5-1, Electrostatics — Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic

phenom

no i / fo
Tt

IEC 613
phenom
devices

IEC 617
surface

IEC 620
dimensi

ISO 860
of dates|

3 Ter

For the

NOTE U
"surface 1

3.1
adhesiV
substan

NOTE In

- Nong¢

—  Electfi

—  Ther

annral raniirnpmann
SCHerar o e eitsS

mounting devices (SMD) — Application guide

90, Product package labels for electronig
bnal symbologies

purposes of this

se of the 1€r “ch
hounting c® p

nal conductive aghesive (for thermal and mechanical connection)

- Com

ination of electrical and thermal conductive adhesive.

trostatic
fnsitive

tions of

nd two

entation

D194.

"SMD" or

Most used adhesives are thermal curing systems but there are also UV-curing systems in use.

3.2

centring force
force required by the pick-up tooling to centre a surface mounting device in its proper location
on a substrate

3.3

coplanarity
distance in height between the lowest and highest leads when the component is in its seating

plane


http://www.iec.ch/cgi-bin/procgi.pl/www/iecwww.p?wwwlang=E&wwwprog=pro-det.p&He=IEC&Pu=61340&Pa=5&Se=1&Am=&Fr=&TR=&Ed=2
http://www.iec.ch/cgi-bin/procgi.pl/www/iecwww.p?wwwlang=E&wwwprog=pro-det.p&He=IEC&Pu=61340&Pa=5&Se=3&Am=&Fr=&TR=&Ed=1
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3.4

dewetting

condition that results when molten solder coats a surface and then recedes to leave irregularly-
shaped mounds of solder that are separated by areas that are covered with a thin film of solder
and with the basis metal not exposed

3.5

dissolution of metallization

process of dissolving metal or a plated metal alloy, usually by introduction of chemicals. For the
purpose of this document the dissolution of metallization also includes dissolution by exposure
to molten solder

3.6
immersjon attitude
position|ng of an object when immersed in a solder bath

3.7
lead-frge component
component where lead content in the materials is equa e a % by welght per
material used

3.8
Montre}l protocol

agreem outfeal, Canada, to dliminate

chlorofl

3.9
pick-up| force
dynamiqg force exerted o ‘ generally from above — and its| seating
plane d j level is
normally

3.10
placem

dynamid plane

NOTE Thi
paste or g

soldering

3.1
resistance

ability of a com DCcess

3.12
seating plane
surface on which a component rests

3.13
solderability
ability of a metal to be wetted by molten solder

3.14

solder meniscus

contour of a solder shape that is the result of the surface tension forces that take place during
wetting
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ff

distance between seating plane of the component and the seating plane of the terminations

3.16
substra

te

basic material, forming the support structure of an electronic circuit

3.17
surface

mounting component

electronic component designed for mounting on to terminal pads or conducting tracks on the

surface

forthotratn
oo otratc

3.18

wetting
physica
is redud

substrafe surface in the form of a thin layer

4 Requirements for component design and ¢o

41 @

A comp
below, d

42 P

Informa
within th

Compor]
in stick
the IEC

Compor
packagd

Moisturg se

Comporn

phenomenon in which surface tension of a liquid, usually
ed to the point where the liquid diffuses and makes

ent spec
magazines,

tered into ESD protected production environment
IEC 61340-5-1 and IEC 61340-5-3.

itive comporents need special packaging in line with [IEC 60749.

ents with specific orientation or polarity shall be placed in the packaging with

ith solids,
thie entire

to 4.10

arances

n reels,
ation of

shall be

a fixed

orientat

43 L

nle a see-Fiaure-1)
oh—{6-g—s8eHgutre—

abelling of product packaging

Labelling of the product packaging shall comply with IEC 62090.

According to IEC 62090 the product packaging shall include the following:

a) item identification (e.g. customer part number or manufacturer part number or both);

b) traceability identification (e.g. batch number or serial number);

c) quantity;
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Additional to the requirements of IEC 62090, this standard prescribes that the product
packaging for moisture sensitive components shall include the following:

d) moisture sensitivity level (MSL) according to IEC 60749;

Additional to the requirements of IEC 62090, this standard recommends that the product
packaging should include the following:

e) date code (ISO 8601, and IEC 60062);
f) identification code for the manufacturer;

g) Description of the polarity of the component, if applicable.

Direction

IEC 463/06

of a component with marked specific orientation
put in tape and tray

44 (

4.41 Marking ofumultipin components

Pin 1 (see Figure t)shall be clearly marked on a multipin component (€.9. SO-1C, QFP).

4.4.2 Marking of components with polarity

For components with polarity, the polarity of the component shall be clearly marked on the
component (e.g. for electrolytic capacitors).

443 Durability of component marking

Specifications shall require that the specified component marking shall remain legible after the
test specified in 7.5.2 has been performed. This test shall be performed after completion of the
relevant test for resistance to soldering heat or for solderability, as specified in the component
specification.
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4.5 Storage and transportation

Component specifications shall refer to IEC 61760-2 for storage and transportation conditions.

The component specification shall contain information concerning the maximum period for
storage. Within this period the component shall comply with its specification.

4.6 Component outline and design

4.6.1

Drawing and specification

An inverted-plan view of the component showing all dimensions and tolerances of its body and

terminals shall be part of the component specification. The plan shall include referenge to the
position|ng of the component body and terminals on the mounting land

Where necessary (e.g. in the case of mechanically fixed componen bngth of
more th'En 25 mm), the detail specification shall contain data o at least
along the X and Y axes.

4.6.2 Pick-up area requirements

Design nponent
by sucti bossible
to create a vacuum strong enough to f . During
the tota| transport process, which ma remain
exactly In its position under the pipette, until th

The cenftre of the suction ar entre.
The opgning of the pipg ‘ (X) and
the tolefances on the ent’ inside the compartment of packagjng with
length dimension AA4,) By) shall match in such a way, that the [vacuum
needed [for pick possible to apply the vacuum irrespectivie of the
component’s posit

For furt he position of the component inside the packagjng, see
IEC 602 60286-5 for matrix trays.

NOTE Djpr iON N3 theg length or the width of the component, as applicable.

Require

Z:(Z»] +22)=(A0—L)

Z=(z,

+7Z,)=(Byg—-1L)
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Pipette

S / Component compartment

< 7,

™~ Component

<>
T T
Ao or Bo C 2644
Figure 2 — Vacuum pipette, pick-up area and compone artrpent

Example for a component with a flat -
4.6.3 Bottom surface requirements
In caseg where the component is to be bonded to the surface
(exceptfor the terminals) must be capable of retaining thé apph
The stand-off between the lower surfag shall be
specified. The detail specification sh alue of
0,3 mm|should not be exceeded.
For components which are fixed by an addi g fixi process
is used the minimum stand-ofkshould™>eNncluded in the Lise with
use of the additional fixing\adheisi piRs have|t0 be inside the material for the dlectrical
connect|
4.6.4
4.6.4.1
Detail s R components intended for reflow soldering/ conductive gluing
shall st e lower surfaces of all terminals in accordance with 3.5 of
IEC 601 1mm —
0,15 mm e size of the component and the thickness of printed solder. The
compon all be sufficiently coplanar to ensure that contact is made with the
solder ¢ surfaces after solder printing or with the conductive adhesivg. Detail
specifications’ of two”pin components for mounting with conductive adhesive shall srate the
coplanafity6f both terminals in relation to the bottom surface of the component.

— [ .
{4 =2 A
IEC 465/06
Figure 3 — Coplanarity of terminals

4.6.4.2 Arrangement of terminals

The terminals shall be arranged in such a way that stable seating in the solder paste or glue is

ensured

and tilting is avoided (see Figures 4, 5 and 6).
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NOTE T
terminals
termlnals

4.6.4.3

The opt
shall be

ca @
enough to enable optical recognition of the position of the terminals, seen from

Solder paste

hine. The
mmetrically Asymmetrical arrangéments of
dentifying
al terminals are needed to prevent tombstpning.

IEC 468/06

minals arranged peripherally in two rows

etween the terminal bottom surface and the component bottom|surface

7).

th b tt +=l D £ lal Fa 4 + Ll ot £ la Lol o £1 FH L .
e (o] T oTUT T iTTTTCTauTy uTrc e Tar VUiuTIT SuTTalT oTTuuTu U TTTIio Uty (STT T 1yul

IEC 469/06

Figure 7 — Good contrast to component body and surroundings
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4.6.4.4 Shape of the terminals
The shape of the contact shall comply with that defined in the component specification.

Flattened wires that should be round, are an example of a shape not complying with
specification.

4.6.4.5 Hardness of the terminals

The terminal shall be hard enough to ensure that its shape remains unchanged during
placement.

4.6.4.6 Wettable surface

When gpecified for double side reflow soldering the surface forces of the solder
affecting the wettable area of the component’s terminals, shall be at le@stt igh as the
gravity force resulting from the weight of the component. S gponent
remains| adhered to the substrate during the second run of reflow sold

4.6.4.7 Material content

For conmponents intended for mounting by gluing information or ould be
provided. Details on composition, thickness and la e glued
should bhe given.

4.6.4.8 Cleanliness of the surfac®

For components intended for mounting by ing_in i i surfaces
should be provided. The adhesion of a| i ay be i layer of
organic |materials, for exa i , [that the
surface |of the componend s of the
surface hemical
analysis

4.6.5

The con between
pick-up and the
compon

The cof to each
other td ckaging
complyi 60286 series of standards is used, the component height shall felate to
the packi specified therein.

4.6.6 Component weight

The net force ( resulting from the weight and the acceleration forces of the component shall
not exceed one ﬁ”nrd of the gripping force (Fg) of the pipette (see Figure 8).

Fs

IEC 470/06

Figure 8 — Component weight/pipette suction strength


https://iecnorm.com/api/?name=c6f90d1d0d66bc0ccf75791ad51b815b

- 16 - 61760-1 © IEC:2006

4.7 Mechanical stress

Components need to withstand the stresses applied by placement machinery and bending of
the substrate. In order to ensure this, component specifications shall comply with the following
test and test methods: Specification performance shall be specified in line with the relevant
sectional or generic specification.

— pick-up/impact force: IEC 60068-2-77
— centring force: IEC 60068-2-77
— placement force: IEC 60068-2-77
— bending stress: IEC 60068-2-21.

Mechanjcal fixing aids (e.g. guide pins, detents) should be avoided as much as pessiblg.

4.8 Clomponent reliability assurance

Requirements and related test methods that define the long terp MY nponent
shall b¢ part of the component specification. Test method i hat use
components mounted on a substrate. Test methods g ) y selectegd from
IEC 60068 series.

arfige. Derating [may be

The component specification shall state the operating(tempers
i ith the long term perform-

applied.| The operating temperature range shall p cor@wce

ance of the component.

Reliability assurance for some component € e restrictions to the choice of spldering
process|and its parameters. It should gnents may experience typically up to
three cgnsecutive reflow sg ¢ allowed parametric and meghanical

changeg in the resistancedo gring shall be

taken in f d in the

detail specification.

4.9 Auddition i

In component spegifisa shall be
ers as it

defined.,| This is as i
is in con f

51 @
5.1.1 LMounting by soldering

The steps in a production process depend on the mounting method used. Figure 9 shows a
typical flow chart.
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SMDs and printed
boards

A 4

Printed boards with solid
solder deposits (SSDs) and
coated with flux adhesive

A 4 A 4
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QUIUCT Paslc
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Placing of Placing of Plgcing o
components components C nexts >
,, AN
Predrying mof
of paste ive

AN

Op

y

Reflow Wave
solderirig soldering
NNt |
Mﬂg)
Wer applicable)
Y
Testing
IEC 1073/98

igure 9 — Process steps for soldering
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5.1.2 Mounting by gluing

The steps in a production process depend on the mounting method used. Figure 10 shows a
typical flow chart.

SMDs and
substrates

A 4

Applicatiomof aghesive
(screen printing, stencil printing
or dispensing)

A 4

Placing of
components

(
et 60
Col

NN

Q Mbonding

% (w ere applicable)
Testing

Figure 10 — Process steps for gluing

IEC 471/06

5.2 Securing the component on the substrate prior to soldering

Components may be secured to the substrate prior to soldering by using either an adhesive or
by the applied solder paste.

Heat treatment is used to cure the adhesive, for example, 120 °C for 30 min in a batch
process, or 150 °C for 120 s in a continuous process.

The times and temperatures for predrying of the solder paste depend on the type of solder
paste used.
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5.3 Mounting methods

Several

methods can be used to mount components on to the substrate. The following list is

not exhaustive.

5.3.1

Reflow soldering

a) Vapour phase reflow

This
proc

involves soldering in saturated vapour and is also called condensation soldering. This
ess can be used either as a batch system (with two vapour zones) or as a continuous

system with a single vapour zone. Both systems may also require preheating of the

asse

mblies to prevent thermal shock and other undesirable side-effects

Typi
with
sold
type
b) Forg
This
asse
the
asse

The
temy
the ¢

- 1

cal temperature/time profiles for the full process are shown in g oldering
lead containing SnPb solders and in Figure 12 for solderingwith SnAgCu
br. The specific equipment used has influence on the resuti Bally the

of preheating and whether controlled vapour heating power i

ed air convection reflow soldering

is the dominating reflow soldering method in which_ mo ' gy for heating the
mbly is derived from gas (air or inert gas or a mixture_of & i all proportion of
energy may be derived from direct infrared/radiation. .3 3 ith the
mblies during heating.

following parameters influenee
erature differences between d

ding to
parts of

ime and thermal power input;
component mass;
component size;

substrate size;
backage si
vaveleng -
energy.

y for small components to warm up more than the large ones
onditions and this may lead to exceeding the resistance to

e profiles for the full process are shown in Figure 13 for sppldering
SnPb solders and in Figure 14 for soldering with lead-free SnAgCu
rminal temperature of a mid size

com
the |

ower process limit line to ensure good solder joints.

NOTE The experience with SnAgCu soldering is rapidly increasing at the time of writing of this standard.
Therefore changes in this typical profile can be expected.

The
the

maximum temperature, measured on the top surface of a component shall not exceed
upper process limit to avoid component damage by heat exceeding the component

resistance to soldering heat specification. Depending on factors as indicated in the

para
com
anu

graph above the maximum temperature measured at the top surface of each
ponent is different. The upper process limit indicated in Figures 13 and 14 represents
pper limit for small sized components.

c) Hotplate reflow soldering

Used mainly for repair.
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d) Laser soldering
In development phase.
e) Hot bar soldering

This is a soldering method using temperature-controlled tools (thermodes) for making
soldered joints.

5.3.2 Wave soldering

In wave soldering a layer of flux is first applied and dried. Then the printed boards are drawn in
one direction across the crests of two continuously replenished waves of molten solder. This
method can be performed in an inert atmosphere.

Figure 15 shows typical temperature/time profiles for the full process. Differences-fQr lead-free
soldering are indicated in Figure 15.

5.3.3 Other soldering methods

Solderir|g iron.

This prdcess is difficult to control. If used, care should b S e that reliability is not
adversely affected.

5.3.4 Conductive gluing

The follpwing processes are typical for m ing k onductive adhesive: First the gdhesive
is applied to the substrate by scre inti » i| printing or dispensing. Then the
componkents are placed in &Si sive is then cured in a batch oven or in
an inling oven. Typical cu re to 150 °C and up to 2 h holding time at the
curing témperature.

5.4 Cleaning<>er
The follpwing clea

after soldering/glu

cleaned

fluid
liqui

I | |
»
o
=
Q

|
°
O]
7

Cleaning materials prohibited by the Montreal Protocol shall be avoided.

Resonance due to ultrasonic waves may expose the components to excessively high stress levels.
a) Fluid

The substrate is immersed in a cleaning fluid. For details see Table 1.
b) Ultrasonic cleaning

The substrate is immersed in a cleaning fluid and also subjected to ultrasonic oscillation.
For details see Table 1. Refer to the relevant detail specifications for information on
whether a component is capable of withstanding ultrasonic cleaning procedures.

c) Vapour

A cleaning vapour condenses on the substrate. For details see Table 1.
d) Spray

A cleaning fluid is sprayed on to the substrate. For details see Table 1.


https://iecnorm.com/api/?name=c6f90d1d0d66bc0ccf75791ad51b815b

61760-1 © IEC:2006 -21-

e) Plasma cleaning

The substrate with mounted components is cleaned by a plasma (for example oxygen
plasma) in a vacuum chamber.

5.5 Removal and/or replacement of SMDs
5.5.1 Removal and/or replacement of soldered SMDs

This subclause defines procedures for removal and replacement of soldered SMDs.

The normal sequence is as follows:

— removal of conformal coating (if necessary);
— cleaping (if necessary);
— fluxipg (and possibly application of solder);

— heatjng of the soldered joints with either a circumferential noude, yarhat aix jet pr other
suitgble heat sources;

— remg@val of the component;

— cleaping (if necessary);

— addifion of solder paste (if necessary);
— placing of the new component;

— fluxipg;

— soldgring;
— cleaping (if necessary).

NOTE 1 [Minimize mechanical€orceo @voi \ hents.

NOTE 2 |[Removed componants , 5 has not
impaired {he reliability of the t

Remov@

5.5.2

This sul

e glass-

— cool|ngdof the substrate;

— cleaning of the mounting area on the substrate;
— dispensing of adhesive;

— placing of the new component;

— curing of the adhesive;

— cleaning (if necessary).

NOTE Removed components should not be reused without first ensuring that the removal process has not
impaired the reliability of the substrate and the component.
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6 Typical process conditions

6.1 Soldering processes, temperature/time profiles

The following diagrams are intended as an aid to SMD users and component manufacturers in
determining typical process conditions to which components will be subjected in a specific
soldering process. Requirements for components and component specifications related to
suitability for usage in various mounting processes are given in Clause 7.

Figures 11 to 15 show temperature/time profiles for five commonly used soldering processes.
As described in 5.3.1 time/temperature profiles for the surface of the component usually differ
from the time/temperature profile for the terminal of the product.

NOTE Thpe unit Kelvin (K) is used in case of an interval or difference of temperatures.

6.1.1 Vapour phase soldering

250
___________ 210°C
200 +
180 °C

%
o 150 |-
=)
©
[0
Q.
§
= 100 - Ramp down rate § 6 K/s

Q amp uptate < 3 K/s
1 @

\\\\ 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | | T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
ﬁ \\0/ 80 100 120 140 160 180 200 220 240
Time s IEC 472/06

NOTE T | indi er limits of typical processes

Figure 11 — SnPb Vapour phase soldering — Temperature/time profile
(terminal temperature)


https://iecnorm.com/api/?name=c6f90d1d0d66bc0ccf75791ad51b815b

61760-1 © IEC:2006 -23 -

250
230 °C \203 40s |
200 | 217 °C
ca.60s..130s
>217°C

e
) 150 L
‘E Ramp down rate < 6 K/s
<
€
2

00 |

Ramp up rate <3 K/s
50 |
0 % } } } } % } } | | Il | # \ml | | | | | |

T T T T T 1 T } \\/ T T T 1
0 20 40 60 80 148 _~160 680 2000 220 240
‘ IEC W73/06
ro
r.phas

NOTE The lines indicate upper and lower limit$ of t

Figure 12 — Lead-free

9,

dering — Temperature/time profile
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6.1.2 Infrared soldering, forced gas convection reflow soldering

300 1

250 +

240 °C .,.... SnPb reflow

O 200 +
° 180 °C
g
2
o
g [150 +
IS
o | e e e
2 .
Preheating
100 +

g Typical
50 - ypi

IEC 474/

(&)

Key
Continuoys line: typical process {termingl tempe a
Dotted lipe: process limits
temperatyre).

Figure@lnrared olderi

ermingl temperature), upper process limit (top surface
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300
SnAgCu Reflow
250 +
220 °C
© 200+
] Preheating
=]
© .-
& 150 150°C_ .~
o K
'_
Typical .
/ Ramp down €ate < 6
00 - :
I' Ramp up rate < 3 K/s
50
O+ttt
0 30 60 90 120 w 06270 %/ 330 360
IEC 475/6
Key
Cdntinuous line: typical process (termina| temperafure):
Dqtted line: process limits\bottom—procass lir erming| femperature); upper process limit (tdp surface
temperature).

Figure 14 — |
pr lead-free SnAgCu solders

ced-dgas convection reflow soldering —

Typical profile as used at time of publication. The experience with SnAgCu soldering is rapidly increasing at the

time of the writing of this standard. Therefore changes in this typical profile may occur.
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6.1.3 Wave soldering

300 — Double wave soldering
10 s max., max. contact time 5 s per wave
250 |SNPb: 235 °C-260°C ........ =
SnAgCu: 250 °C - 260 °C
First wave Second wave
200 AT <150 K
%) AN Pnnling
% Preheating \
©
21 150 A
S
o
|_ .......................
100
50
0 e e e e P —+—
0 20 40 60 240
IEC 476/46
Key
Continuod
Dotted lin
wave soldering for SnPb and lead-free SnAgCu solder -
6.2 Typi ghditions for assemblies
Table 1 — Basic cleaning processes
Process Conditions Cleaning media ")
Washing 40 °C — 80 °C/4 min
With ultrasonic 25 °C — 40 °C/2 min Water, isopropyl
I 10 W/I - 30 W/I o
Liquid oscillation 25 kH 40 kH alcohol (propan-2-ol),
Z- z Ethyl alcohol,
Vapour 80 °C/30 s terpenes
Spray 45 °C/16 bar
Plasma 60 °C — 100 °C/3 min Oxygen

0,2 mbar — 1 mbar

1) The cleaning materials prohibited by the Montreal Protocol shall be avoided.
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Cleaning liquids may include various additives. Amendment 1 to IEC 60068-2-45:1993
stipulates that isopropyl alcohol shall be used whenever possible.

Resonance caused by ultrasonic oscillation may lead to overstressing of the components.

7 Requirements for components and component specifications related to
suitability with various mounting processes

71 General

Individua
requiren
conduct|
be in 4
fications

NOTE T

In case [special handling conditions e.g. preconditioning, pfe
the manufacturer shall include these in the specification«

heeded,

7.2  Wettability

a) Preg
b) The

Sold a’ substrate. In the case of the solder bath
mett perature of the solder bath and the immersion
attity ified. i e relation between the soldering process|and the

imme i > S arived from |EC 60068-2-58. In the case of th¢ reflow
sold a P e solder reflow process, solder composition jJand the
appl c eciffed. Dimensional details of the substrate and thicknesps of the
sold poSi ~ iven in the component speC|f|cat|on For the lead-freg reflow
meth e

c) Detai
d) Dew
The andifions shall be specified in accordance with IEC 60068-2-58.

7.3 esistance to dissolution of metallization

The component specification shall contain information if the resistance to dissolution of
metallization is relevant for the component. If relevant the test method shall be as specified in
IEC 60068-2-58. Visual acceptance criteria shall be in accordance with IEC 60068-2-58 unless
otherwise specified in the component specification.

7.4 Resistance to soldering heat

The visual and electrical inspection method and acceptance criteria shall be specified in the
component specification.

For plastic-encapsulated semiconductor SMDs, the component specification shall specify
details and requirements in accordance with the procedure given in Clause 5 of IEC 60749-20,
or in accordance with IEC 60068-2-58.
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For other components the component specification shall specify the following details from
IEC 60068-2-58:

a) Preconditioning (if needed)
b) The method used

Solder bath method or reflow soldering on a substrate method. In the case of the solder
bath method the duration of immersion, the temperature of the solder bath and the
immersion attitude shall be specified. Guidance for the relation between the soldering
process and the immersion conditions can be derived from IEC 60068-2-58. In the case of
the reflow soldering on a substrate method, the solder reflow process, solder composition
and the applied flux shall be specified. In addition to this the number of cycles that a
component can withstand the reflow soldering process shall be specified. For the lead-free
reflqw method, the soldering profile group shall be specified. Dimen&ionak details of the
subsgtrate and thickness of the solder deposition shall be giy in_thexCeomponent
spegification.

c) Detgils of the flux removal procedure
d) Recpvery period and conditions before final inspection

7.5 Resistance to cleaning solvent

The component specification should contain inf@grmati A as descfibed in

IEC 60068-2-45:1980. The following detailed test in

7.5.1

nded.

ion.

a) Solvent to be used:
b) Solvent temperature:
c) Test conditions:
d) Recovery time:

Marking@'

7.5.2

a) Solv

b) Solv 5) °C, unless otherwise stated in the relevant specificafion.
c) Test d 1 (with rubbing).

d) Rub gotton wool.

e) Recopvery not applicable, unless otherwise stated in the detail specificaltion.

7.6 Spldéring profiles

This standard recommends to use the profiles as given in Clause 6 when recommending
soldering profiles in component specifications.

7.7 Bonding strength test for the component glue interface test

A test method for the mechanical strength of an adhesive connection (for example a shear-
force test) and acceptance criteria for this test shall be specified in the component
specification. A shear test method that complies with IEC 60068-2-21 should be used. In
addition to the requirements of |IEC 60068-2-21, the relevant specification should give
information on substrate material, type of adhesive, dimension of applied adhesive (connecting
area at the component and thickness after component attach), curing conditions and the shear
force.
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There are two acceptance criteria important for a shear force test:
— shear force criteria (force per connecting area at which the component breaks from the
substrate)

— visual inspection criteria (amount of adhesive which is on the component after the shear
force test).

@C@
8
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

TECHNIQUE DU MONTAGE EN SURFACE -

Partie 1: Méthode de normalisation pour la spécification
des composants montés en surface (CMS)

AVANT-PROPOS

La Co
de l'en
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Guidep

intern
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Les dg

du pog

intére
Les P
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s'assuy
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nation|
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blications

La CHI elle-méme ne fouhit aue i confdrmité. Des organismes de certification ind¢pendants
fournigsent des servic { ité et, dans certains secteurs, accédent aux mgrques de
confomité de | l. P S able/d'aucun des services effectués par les organfjsmes de
certifi¢ation indé

Tous les utilisateurs qoiven i ofit en possession de la derniére édition de cette publicafion.
Aucun dejt ete imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandg pafticuliers et les membres de ses comités d'études et ded Comités
nation judice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de fout autre
domm soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compri$ les frais
de judtigelet Yes epe es\décotflant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEl ou de
toute El, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attenti &s références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de puyblications
référehcées_establigatojre pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée’sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEl peyvent faire
I'objet] devdroits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tgnue pour

responsable de ne pas avoir identifie de tels droits de proprieté et de ne pas avoir signale leur existence.

La Norme internationale CEI 61760-1 a été établie par le comité d’études 91 de la CEl:
Technique du montage en surface.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition, parue en 1998. Elle constitue
une révision technique.

Les modifications principales par rapport a I'édition précédente sont les suivantes:

exig

ences relatives au brasage sans plomb;

extension du domaine d'application destinée a inclure également les composants montés
par collage;

référence directe a la CEI 60068-2-58 pour les exigences relatives a la brasabilité et a la
résistance a la chaleur de brasage;
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— la classification en catégories basée sur la capacité des composants a supporter la

résistance a la chaleur de brasage a été supprimée.

La présente version bilingue (2014-02) correspond a la version anglaise monolingue publiée en

2006-04.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 91/577/FDIS et 91/588/RVD.

Le rapport de vote 91/588/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a I'approbation

de cette norme.

La version francaise de cette norme n’a pas été soumise au vote.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas

maintenjance indiquée sur le site web de la CEI sous "http://webstorg/ie

relativeg a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite;
* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou

@@

vanikla [date de
données



https://iecnorm.com/api/?name=c6f90d1d0d66bc0ccf75791ad51b815b

- 36— 61760-1 © CEI:2006

INTRODUCTION

Les spécifications relatives aux composants électroniques ont été formulées par le passé pour
chaque famille de composants. Les réglementations relatives aux essais d’environnement ont
été choisies a partir de la CEI 60068 ainsi que d'autres publications CEI et ISO. La condition
sine qua non de cette procédure était que tous les composants, une fois installés dans un
équipement, devaient satisfaire a certains critéres.

L'introduction, ainsi que I'utilisation croissante des composants de montage en surface, sont
telles qu'il est nécessaire aujourd'hui d'étendre les exigences existantes a celles qui sont
induites par le processus d'assemblage.

Quelle que soit leur famille, tous les composants du méme cbté d'une carte de sircuit jmprimé
sont exposés au méme processus de montage (voir les organigrammes/de!|' Arti

Cependant, aucune norme harmonisée prescrivant le con ion de

compospnt n'existe a ce jour. Le but de la présente norme igences
généralgs relatives aux spécifications de composants dérivees mblage.
L’object|f est atteint en trois étapes.

La premjiere étape donne des exigences générales r tions et la conpception
de composants associée au traitement et au z pOsant sur le substrat
(Article [4). La seconde étape consistg & j processus de référence
comme |étant représentatives d'un grodpe hlage (Articles 5 et 6).

La troigiéme étape fournit les exige aires résultant de ces condifions de
processus de référence (Article 7).

Les carfes a technologie mi a-ui i psants a
connexipns traversantes > i mpte de
ces conjposants a conpexiof vtes. mémes
exigences que | i ications
relativeg aux “co cernant
leur apt|tude a suppg tions et

essais gnonceés d;
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TECHNIQUE DU MONTAGE EN SURFACE -

Partie 1: Méthode de normalisation pour la spécification
des composants montés en surface (CMS)

1 Domaine d'application et objet

11 D

La prés
de procs
spécific

montage en surface.

omaine d’application

ente Norme internationale fournit un ensemble de références j
pSsuUs ainsi que les conditions d'essai correspondantes a utili
btions de composants électroniques destinés a étre utilisé

1.2 Qbjet
L'objet de la présente norme est de garantir qu'une gfande varix (passifs ¢
peut étfe soumise aux mémes processus de ontage au c

'assem
spécific
aux utili
utilisées

Les do
docume
datées,

faire partie ¢

plage. Cette norme définit les essais et
\ gre. En outre, elle

la dern aditi » dQcument de’référence s'applique (y compris les é

amende

CEI 600

ments).

nditions
ation de
pgie de

t actifs)
burs de
e toute
propose

présent
ces non
entuels

sorties

8<2¢45:1980, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai XA e

guide:

Immersi

on dans les solvants de netioyage

Amendement 1 (1993)

CEIl 60068-2-58, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai Td: Méthodes d'essai de la
soudabilité, de la résistance de la métallisation a la dissolution et de la résistance a la chaleur

de soud

age des composants pour montage en surface (CMS)

CEIl 60068-2-77, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai 77: Résistance du corps et

résistan

ce au choc par impact

CEI 60191-6:2004, Normalisation mécanique des dispositifs a semi-conducteurs — Partie 6:
Regles générales pour la préparation des dessins d'encombrement des boitiers pour dispositifs
a semi-conducteurs pour montage en surface
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CEI 60194, Conception, fabrication et assemblage des cartes imprimées — Termes et

définitions

CEI 60286-3, Emballage de composants pour opérations automatisées — Partie 3: Emballage

des composants appropriés au montage en surface en bandes continues

CEI 60286-4, Emballage de composants pour opérations automatisées — Partie 4: Magasins

chargeurs pour composants électroniques moules de forme E et G

CEI 60286-5, Emballage de composants pour opérations automatisées — Partie 5: Supports

matriciels

Partie 6: En

CEI 60286-6, Emballage des composants pour opérations automatisées
en vrac |des composants pour montage en surface

CEI 60749 (toutes les parties), Dispositifs a semiconducteurs — MéthQde
et climafiques

hballage

sdaniques

ntre les

ntre les
htives a

CEI 61760-2, Technique du montages/en surfq ge des
compospants pour montage en surface mu'e ¢ lication

CEI 620090, Etiquettes d'é od pQuy’ composants électroniques, utilisant un
code a idi ionnelle

ISO 86Q1, Elé ation  —
Représgntation

3 Ter

Pour leq x de la
CEI 601[€

NOTE L \e "puce" est déconseillée en technique du montage en surface. Il convient dg n'utiliser
dans la CEI gue les termgsg "CMS" ou "composant pour montage en surface".

3.1

adhésif

substance telle que colle ou ciment utilisée pour relier les objets les uns aux autres

NOTE Dans le domaine de la technologie de montage en surface, différents systémes de collage sont utilisés.

— Adhésif non conducteur (uniguement pour la connexion mécanique)

—  Adhésif conducteur électrique (pour la connexion électrique et mécanique)

—  Adhésif conducteur thermique (pour la connexion thermique et mécanique)

— Combinaison d'adhésif conducteur électrique et mécanique.

Les adhésifs les plus utilisés sont des systémes de traitement thermique, mais concernent également des

systémes de traitement.
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3.2

force de centrage

force requise par les outils de préhension pour centrer un dispositif pour montage en surface
sur son propre emplacement sur un substrat

3.3

coplanarité

distance en hauteur entre le fil le plus bas et le fil le plus haut, lorsque le composant est sur
son plan de référence

3.4

retrait de mouillage

condition se produisant lorsque l'alliage fondu couvre une surface, puis ge retike pouf laisser
S couy

des monticules de formes irrégulieres d'alliage qui sont séparés par des\zo rtes par
un film mince d'alliage et dont la base en métal n'est pas exposée

3.5
dissolution de la métallisation
processus consistant a dissoudre le métal ou un alliage 9 X &s, en général en
introduisant des produits chimiques. Pour les besoins d : dissolutipn de la
métallisation comprend également la dissolution par ex

3.6
attitude d'immersion
position

3.7
composant sans plomb
compospnt dont le contem S srigix est inférieur ou égal a 0,1 % du poids
par matériau utilisé

3.8
protocgle de Mo

accord
éliminer

a, pour

3.9

force dy
retiré d e/conditionnement (tel que bande ou plateau); en général,
compte |de la.va gximale

qu'il est
on tient

3.10
force de placement

force dynamique exercée sur le corps du composant — en général du dessus — et sur son plan
de référence

NOTE Celle-ci apparait dans la période entre le premier contact du composant avec le substrat (de la pate ou de
I'adhésif de brasage, etc.) et le moment ou le composant est au repos. En général, on tient compte de la valeur
maximale.

3.11
résistance a la chaleur de brasage
aptitude d’'un composant a résister aux effets de la chaleur produite par le procédé de brasage

3.12
plan de siége
surface sur laquelle un composant est posé
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3.13
brasabilité
I’'aptitude d’'un métal a étre mouillé par un alliage en fusion

3.14

ménisque de brasure

contour d'une forme de brasure qui est le résultat des forces de tension superficielle se
produisant durant le mouillage

3.15
isolement
distance entre le plan de siége du composant et le plan de sieége des terminaisons

substraft
matériayl de base qui constitue la structure de support d’un circuit él

3.17
composgant pour montage en surface

compospnt électronique congu pour étre monté sur d
conductfices a la surface d'un substrat

és ou des pistes

3.18

mouillage

phénomiéne physique au cours duque i g d'un liquide, en général en
contact |avec des solides, est réduite deSorte que iquide coule et établit un étroit| contact
avec toyte la surface du substrat par une c@ PRE e

4 Exigences relatives™3 an et alix spécifications des composants

4.1 Eixigence gj;ér

Une spzcification e less CMS doit, outre les exigences énoncées de 4.2 a
4.10 ci-glessous, ¢oN S ations des essais et exigences concernés de I'Article 7.
42 E

Les infq a la forme de I'emballage, notamment ses dimensiong et les
donnéeq cements de I'emballage doivent étre incluses dans la spédification
du comj

Les spécifications des composants doivent exiger que I'emballage des applications ¢MS sur
des bandes; sur bobines, en magasins chargeurs, sur supports ou en vrac doive étre conforme
a la spécification correspondante de la série CEI 60286 (CEI 60286-3, CEI 60286-4,
CEIl 60286-5, CEl 60286-6).

Les composants nécessitant d'étre introduits dans un environnement de production protégé
contre les décharges électrostatiques (ESD) doivent étre emballés en conséquence selon la
CEIl 61340-5-1 et la CEl 61340-5-3.

Les composants sensibles a I'humidité exigent un emballage spécial selon la CEl 60749.

Les composants présentant une orientation ou une polarité spécifique doivent étre placés dans
I'emballage selon une orientation fixe (voir par exemple la Figure 1).
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4.3 Etiquette de I'emballage des produits

L'étiquetage de I'emballage des produits doit étre conforme a la CEl 62090.

Conformément a la CEI 62090, I'emballage des produits doit comprendre les éléments suivants:

a) identification de l'article (par exemple, référence piéce client ou fabricant, ou les deux);
b) identification de tragabilité (par exemple numéro de lot ou numéro de série);
c) quantité;

Outre les exigences de la CEI 62090, la présente norme stipule que I'emballage produit des
composants sensibles a I'humidité doit inclure les éléments suivants:

d) nivepu de sensibilité a I'numidité (MSL) selon la CEIl 60749;

Outre lgs exigences de la CEIl 62090, la présente norme reco qiil "eonvient que
I'emballage produit inclue les éléments suivants:

e) le cgde de date (ISO 8601 et CEIl 60062);
f) le cade d'identification du fabricant;

g) la deéscription de la polarité du composant, si appli€able.

O

3 K

3 BROCHE 1

‘Iateau
oo o g

BROCHE 1 IEC  463/06

Figure 1 — Exemple de composant avec orientation spécifique marquée
sur bande et sur plateau

4.4 Marquage des composants
4.41 Marquage des composants multibroches

La broche 1 (voir Figure 1) doit étre clairement marquée sur un composant multibroches (par
exemple SO-IC, QFP).
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4.4.2 Marquage des composants avec polarité

Pour les composants avec polarité, la polarité doit étre clairement marquée sur le composant
(par exemple pour les condensateurs électrolytiques).

4.4.3 Durabilité du marquage des composants

Les spécifications doivent exiger que le marquage du composant spécifié doive rester lisible
aprés l'essai spécifié en 7.5.2. Cet essai doit étre effectué aprés réalisation de I'essai de
résistance a la chaleur de brasage ou de brasabilité, tel que spécifié dans la spécification du
composant.

4.5 Stockageettransport

Les spédcifications de composants doivent faire référence a la CEI
conditiops de stockage et de transport.

hant les

La spécjfication du composant doit contenir des informations refa S periede Ye stockage
maximale. Durant cette période, le composant doit étre conferme\a ecificati

4.6 Encombrement et conception des composants
4.6.1 Dessin et spécification

Une vug en plan inversé du composant pré ense b@ie dimensions et tolérances de
son corps et de ses bornes doit faire e i lan doit
inclure yine référence au positionneme zone de
report dg montage.

Si nécepsaire (par exempfle da a pnosdnts fixés mécaniquement et prgsentant
une longueur totale supéri z 3 dre des
donnéeg relatives a la dilatgtio : i

4.6.2 Exigen@

La congd
compos

saisir le
ransporter vers sa position exacte sur le substrat. Il doit
étre pogsi ffisant pour fixer le composant dans sa position sous I3 pipette.
Au cour \ port total, qui peut inclure une inspection optique, le composant
doit resfér exactexgent dapns la méme position sous la pipette, et ce jusqu'au placement du
compos

Il convignt,que le
géométrique’

eptfe de la zone d'aspiration corresponde au centre de gravité et ali centre

L'ouverture de la pipette (Y), la dimension (L) du composant ou sa zone de préhension (X)
ainsi que les tolérances relatives a la position du composant a l'intérieur du compartiment
d'emballage avec la dimension de la longueur (Ag) et la dimension relative a la largeur (Bg)
doivent correspondre de sorte que le vide nécessaire a la préhension puisse étre créé. Il doit
étre possible d'appliquer le vide indépendamment de la position du composant dans son
compartiment.

Pour d'autres exigences relatives a la position du composant a l'intérieur de I'emballage, voir la
CEI 60286-3 pour les bandes et la CEl 60286-5 pour les supports matriciels.

NOTE La dimension L peut désigner la longueur ou la largeur du composant, le cas échéant.

Exigence: X-Y>Z
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Z=(Z4+2Zy)=(Ag-1L)
Z:(Z1 +ZZ):(BO_L)

I Pipette

% - 7
/ Compartiment du composant
] |<—X—>|
™~ Composant
<>
L
Ao ou Bo
Figure 2 — Pipette a vide, zone de préhension ¢

4.6.3
Dans lI¢
inférieuf
L'isolement entre la surfage_inféri S fixés et le plan de siége ¢
spécifié iNi lement maximal. Il convient en

de ne pas dépasser ung

Pour leg
d'un prg
compos
broches
braser d

46.4
4.6.4.1

Les sp4
fusion/

5 COMpPOg $ 3 S 2 fixation supplémentaire ou en cas d'u
cessus de_péitoyage, ient\d'inclure l'isolement minimal dans la spécific
ant, car, en iisatior’ de Iadhesnc de fixation supplementalre to

cifications~pafticulieres des composants multibroches congus pour le bras

surface

oit étre
général

ilisation
ation du
Ltes les
créme a

hge par
ires de

le Xcollage conducteur doivent indiquer la coplanarité des surfaces inférie

I'ensem

le des bornes contormement a 5.5 de la CEI bUTYT-6.20U4. La valeur de CO

lanarité

type nécessaire au brasage par fusion est de 0,1 mm — 0,15 mm, mais dépend de la taille du
composant et de I'épaisseur de la brasure imprimée. Les bornes des composants doivent étre
suffisamment coplanaires pour garantir que le contact soit établi avec les surfaces de la
aprés l'impression par brasure ou avec l'adhésif conducteur. Les spécifications
particuliéres de composants a deux broches pour un montage a l'aide d'un adhésif conducteur
doivent préciser la coplanarité des deux bornes par rapport a la surface de la base du
composant.

brasure

— mm
R —

Figure 3 — Coplanarité des bornes

IEC 465/06
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4.6.4.2 Disposition des bornes

Les bornes doivent étre disposées de maniére a garantir un positionnement stable dans la
créme a braser ou dans la colle et a éviter tout renversement (voir Figures 4, 5 et 6).

Pate a souder

466/06

Figure 4 — Positionneme ssant

IEC 467/06

NOTE |If convient gant et de ses contacts soit analysée par la machine de

placement. 1l con dexdisposer les bornes de maniére périphérique ou symétrlque. Les
dispositiohs asymétriq S gendrer des problemes, car les algorithmes d'identification ne
sont pas [toujours en i {fi trlictures asymétriques. Pour des composants de petite faille, des
bornes symétriques 2 Ssyur évifer un soudage en pont-levis.

IEC 468/06

Figure b — bornes disposees de maniere peripherique en deux colonnes

4.6.4.3 Reconnaissance optique

Le contraste optique entre la surface de la base de la borne et la surface de base du
composant doit étre suffisamment élevé pour permettre la reconnaissance optique de la

position des bornes, vues du dessous. Il convient de préférence que la surface inférieure des
bornes soit réfléchissante (voir Figure 7).
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IEC 469/06

Figure 7 — Bon contraste du corps du composant et de la zone environnante

4.6.4.4 Forme des bornes

La formg du contact doit étre conforme a ce qui a été défini dans la
Il convrﬁant que des fils aplatis au lieu d’étre de forme circulai
conformlité a la spécification.

4.6.4.5 Dureté des bornes

La borng doit présenter une dureté suffisante pour ¢ demeure in¢hangée

lors du placement.

4.6.4.6 Surface mouillée

Si cela ¢ I'alliage
en fusio S eux fois
supérielres a la force de g 2 3 ntir que
le comp 2

4.6.4.7

Pour e nir des
informat ser des
informat che des
surface$ &

4.6.4.8

Pour l€| dngus pour un montage par collage, il convient de foufnir des

compromise-par une’fine couche de surface de matériaux organiques, par exemple jpar une
fine coulche’d'huile silicone. Il est par conséquent important que la surface des composgants/de
la borne soit exempte de tout résidu. La propreté de la surface doit donc étre définie par
analyse (par exemple par méthode ESCA (diffusion d'électrons pour analyse chimique)) ou
grace a un essai de collage.

informations~re la propreté des surfaces. L'adhérence d'un adhésif pIut étre

4.6.5 Hauteur des composants

La hauteur des composants est limitée par la longueur de la pipette et par I'espace traversé
entre la préhension et le placement. Une distance adaptée est requise par la longueur de la
pipette et par la hauteur du composant pour la traverse allant de la préhension et le placement.

La hauteur du composant et son emballage doivent étre compatibles afin de permettre a la
pipette de saisir le composant en toute sécurité. Si un emballage normalisé conforme a la série
de normes CEI 60286 est utilisé, la hauteur du composant doit correspondre aux dimensions
spécifiées de I'emballage.
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4.6.6 Poids des composants

La force nette (Fg), résultant du poids et des forces d'accélération du composant, ne doit pas
étre supérieure a un tiers de la force de saisie (Fg) de la pipette (voir Figure 8).

fa

IEC 470/06

Figure 8 — Force du poids du composant/aspiration de

4.7 Clontraintes mécaniques

Il est ng hine de
placemd ions de
compos X s ssai suivants: les
perform ' spécification intermédiaire

applicaljle ou la spécification générique.

— forc¢ de préhension/d'impact:
— force de centrage:

— forc¢ de placement:
— contfainte de flexion:

Il convignt d'éviter autant que possi ple des
tiges de i i

4.8 Alssuranc@ ia

Les exig S 3 g terme
d'un composant doivent ie_de la spécification du composant. Des méthodes| d'essai
utilisant zany sur un substrat doivent étre appliquées. Elles doivent de
préféren a’série CEI 60068.

La spécificati poSant doit indiquer la plage de températures de fonctionnement. Un

déclasseémentspeut s'appliquer. La plage de températures de fonctionnement doit étre pdaptée
aux per1ormances ghg terme du composant.

L'assurance de fiabilité de certains composants peut exiger des restrictions concernant le
choix du processus de brasage ainsi que ses parametres. Il convient de noter que les
composants peuvent en général subir jusqu'a trois processus de brasage par fusion
consécutifs. Si les modifications paramétriques et mécaniques autorisées lors de l'essai de
résistance a la chaleur de brasage sont déterminées, ce brasage multiple doit étre pris en
considération. Le nombre d'étapes autorisées de brasage par fusion doit étre spécifié dans la
spécification particuliére.

4.9 Exigences supplémentaires relatives a la compatibilité avec le brasage sans plomb

La compatibilité des terminaisons avec le brasage utilisé doit étre définie dans les
spécifications des composants. Ceci est tout aussi important pour les terminaisons sans plomb
connectées aux brasures sans plomb que pour les brasures contenant du plomb.
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5 Spécification des conditions de processus d’assemblage

5.1 Généralités
51.1 Montage par brasage

Les étapes d’'un processus de production dépendent de la méthode de montage utilisée. La
Figure 9 présente un schéma type.

CMS
et
cartes imprimées

~

Y

Cartes imprimées avec dépbts de
brasure solide (DBS) revétues avec
flux adhésif

A 4 \ \ 4
Creme a braser \Qpésif
A 4 (\ V;(} 6 Q A 4
Placement des lacere tde\\ Placement des
composants composaris composants

Pré%m \\ Polymérisation

de la ¢réefmg de I'adhésif
Sk

NS |

rasageypar Brasage
fusion ala vague
|
|
Nettoyage

(le cas échéant)

Essais

IEC 1073/98

Figure 9 — Etapes du processus de brasage
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5.1.2 Montage par collage

Les étapes d'un processus de production dépendent de la méthode de montage utilisée. La
Figure 10 présente un schéma type.

CMS et substrats

A 4

Appiicatiomdetadtesif
(écran de sérigraphie, impression
au stencil ou diffusion)

A 4

Placement des
composants

¥ -\ (
lymérisdtion \{ 6
'aghésif
R
cas.échéant

Q y onhexion des fils
%& (le cas échéant)
Essais

Figure 10 — Etapes du processus de collage

IEC 471/06

5.2 Fixation du composant sur le substrat avant brasage

Les composants peuvent étre fixés sur le substrat avant le brasage en utilisant soit un adhésif
soit la créme a braser appliquée.

Un traitement thermique est utilisé pour durcir I'adhésif, par exemple, 120 °C pendant 30 min
en processus discontinu, ou 150 °C pendant 120 s en processus continu.

Les durées et températures de préséchage de la créeme a braser dépendent du type de créme
a braser utilisé.
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5.3

Méthodes de montage

Plusieurs méthodes peuvent étre utilisées pour monter les composants sur le substrat. La liste
des méthodes énumérées ci-dessous n’est pas exhaustive.

5.3.1 Réaliser le brasage par fusion

a)

b)

Refusion en phase vapeur

Cette méthode fait appel au brasage en vapeur saturée et est également appelée brasage
en phase vapeur. Ce processus peut étre utilisé comme systéme discontinu (systeme a
deux vapeurs) ou comme systéme a vapeur continu simple. Les deux systémes peuvent
exiger également un préchauffage des sous-ensembles afin de préyenir les chocs
thenlniques ainsi que d’autres effets indésirables.

Des| exemples types de profils température/temps de I'ensem
présentés a la Figure 11 pour le brasage avec brasures SnPb
Figure 12 pour le brasage avec brasure SnAgCu sans plomb\L'

utiligé exerce une influence sur le profil obtenu, notammen

fait de savoir si une puissance calorifique contrélée de la

Bragage par convection d’air forcé

Il s’ggit de la méthode de brasage par refusion la plus grande gartie de
I’éngrgie de chauffage du sous-ensemble est air ou gaz inerte ou
mélgange des deux). Une faible partie de I'énefg du rayonnement infrarouge
direg¢t. Aucun contact avec les ensgmbles i ffage

Les | paramétres suivants exercen ) Ir la/température du conpposant,
générant ainsi des différences de 21 tre les différents composants| sur un
subgtrat et entre les différentes parties ts (par exemple entre la borne et la
surface supérieure du co

— durée et puissance

— nasse du comg

— Aaille du C{::g

— {aille du subst

Atte posants
plus ire a un
dépd

Des Lexemples—types—de—profils—températurettemps—de—tensemble—du—processus sont

présentés a la Figure 13 pour le brasage avec brasures SnPb contenant du plomb et a la
Figure 14 pour le brasage avec brasure SnAgCu sans plomb (voir NOTE). Le profil type
représente la température de la borne d'un composant de taille moyenne. La température la
plus basse de la borne sur un substrat assemblé doit étre supérieure a la ligne limite
inférieure du processus afin de garantir de bons joints de brasage.

NOTE L'expérience du brasage SnAgCu augmente rapidement au moment de la rédaction de la présente
norme. Par conséquent, des modifications de ce profil type peuvent étre prévues.

La température maximale, mesurée sur la surface supérieure d'un composant, ne doit pas
dépasser la limite maximale du processus afin d'éviter la détérioration des composants en
raison d'une chaleur supérieure a la résistance du composant par rapport a la spécification
de la chaleur de brasage. Selon les facteurs indiqués a Il'alinéa ci-dessous, la température
maximale mesurée a la surface supérieure de chaque composant est différente. La limite
supérieure du processus indiquée aux Figures 13 et 14 représente une limite supérieure
pour les composants de petite taille.
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